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AuBerdem werden in folgenden Firmenschriften regelmafig Artikel zur Thematik der An-
wendung und Erzeugung von Schutzbeschichtungen fir elektronische Baugruppen verof-
fentlicht:

e Coating Newsletter

(Kundeninformation der Fa. KC Produkte GmbH; www.kc-produkte.com; erscheint
zwei- bis dreimal im Jahr)

e LPinfos

(Kundenzeitschrift der Fa. Lackwerke Peters GmbH + Co. KG; www.peters.de; er-
scheint zweimal pro Jahr)

e ZESTRON news

(Kundeninformation der Fa. Zestron Europe; www.zestron.com; erscheint dreimal
pro Jahr)
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